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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1. Méthode de normalisation pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg”d
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de
favoriser la cooperatlon internationale pour toutes les questions de normé
I'électricité et de I'é Iectromque A cet effet, la CEI, entre autres activités

Leur elaboratlon est conflee a des comltes d' etudes aux travaux desquelg i } téressé par le

normalisation composée

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les qu
du possible un accord international sur les sujets étudiés, ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent soys la for i jnternationales. lls sont publiés

comme normes, rapports techniques ou g gomités nationaux
4) Dans le but d'encourager l'unification internabi ité i ¥ de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possi s internationales de la CEI dans leurs _normes

nationales et régionales. Toute divergencg
correspondante doit étre indiquée en terme

5) La CEIl n'a fixé aucune pro

6) L'attention est attirée suyr

La Norme intern

Le texte de cette no i des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
91/134/FDIS 91/145/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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1)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr stangardizatien comprising

participate in this preparatory Work International, \ fzations Iiaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techpical
international consensus of opinion on the relevant subje
from all interested National Committees

3) The documents produced have the form oKrecomm
of standards, technical reports or guides and

4) In order to promote international unificatio
Standards transparently to the maximum( extent possible eir national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and, the 3ding ional or regional standard shall be clearly
indicated in the latter

5) The IEC provides no marking ate its appfoval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to b

6) Attention is drawn to the possibikt elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. S hie for identifying any or all such patent rights

International Sta s been prepared by IEC technical committee 91: Surface

mounting technol

The text

base&d on the following documents:

FDIS Report on voting
91/134/FDIS 91/145/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.
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INTRODUCTION

Les spécifications relatives aux composants électroniques ont été traditionnellement
développées au sein de chaque famille de composants, en choisissant les essais d’environ-
nement & partir de la CEl 60068 ainsi que d'autres publications CEI et ISO, en reconnaissant
gue tous les composants, une fois installés dans un équipement, doivent satisfaire a certains
critéres.

L'introduction, ainsi que l'utilisation croissante des techniques de montage en surface, sont
telles qu'il est nécessaire aujourd'hui d'étendre les exigences traditionnelles a celles qui sont
induites par le processus d'assemblage.

usceptibles

Quelle que soit leur famille, tous les composants du méme cété d'un subs

de [aqualité de la CEI l'aptitude d'un
lier. Cet objectif ne peut étre atteint

La classification des 3 en surface est fondée sur des processus
d'assemblage selgn le i essys de référence définies dans la présente norme.
Pour chaque clas i i appropriés sont fournis.

ces composants.@ corgnexions traversantes. Il est admis que ces composants soient soumis
aux mémes conditiois de processus que les CMS et il convient que les rédacteurs de
spécifications désirant inclure dans les spécifications particuliéres une évaluation de I'aptitude
des composants non montés en surface a supporter des conditions de montage en surface,
utilisent les classifications et essais de la présente norme.
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INTRODUCTION

Traditionally, specifications for electronic components have been developed within each
component family, with environmental tests being selected from IEC 60068 and other IEC and
ISO publications in an acknowledgement that all components, once in an equipment, satisfy
certain criteria.

The introduction and increasing use of surface mounting techniques make it necessary to
extend the traditional requirements to those arising from the assembly processing.

Irrespective of component family, all components on the same side of a substrate are likely to
be submitted to the same initial soldering process (see flow chart in 5.1).

assembly processes.

In the second step, the additional requirements arising
are given.

There is a need to include the abil{
process in the IEC quality assessment
appropriate tests relevant to the variou

and a particular assembly
only be achieved by defining
his calls for a classification of

assessment of the ability of non-surface mounting components to
ting conditions should use the classifications and tests of this standard.

withstand surfase mo
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TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1. Méthode de normalisation pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)

1 Domaine d'application

ant les conditions

La présente Norme internationale fournit un ensemble de références indigu

gui y est faite, constituent
moment de la publicatio
est sujet a révision e

sibitité d'appliquer les éditions les plus récentes
. hes membres de la CEI et de I''SO possédent le

CEI 60068-2-2Q;1979\ Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEIl 60068-2-21:1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation
Amendement 2 (1991)

CEl 60068-2-45:1980, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide:
Immersion dans les solvants de nettoyage
Amendement 1 (1993)

CEIl 60068-2-58:1989, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Td: Soudabilité,
résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur de soudage des
composants pour montage en surface (CMS)

CEl 60068-2-69:1995, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Te: Essai de
brasabilité des composants électroniques pour la technologie de montage en surface par la
méthode de la balance de mouillage
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SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

1 Scope

This International Standard gives a reference set of process conditions—and related test

conditions to be used when compiling component specifications.

The objective is that SMDs of different natures (passive, active), g standard
and to the appropriate component standard, can be assembled and

The following normative documents coptai S ich, through reference in this text,
constitute provisions of this Internaﬂnal ar e time of publication, the editions
indicated were valid. All ubject to revision, and parties to
agreements based on this ncouraged to investigate the possibility
documents indicated below. Members of

and integral mount/ g tevices
Amendment 2 (1991)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents
Amendment 1 (1993)

IEC 60068-2-58:1989, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Td: Solderability, resistance
to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMDs)

IEC 60068-2-69:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Te: Solderability testing of
electronic components for surface mounting technology by the wetting balance method
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CEIl 60191-6:1990, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6:
Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a
semiconducteurs a montage en surface

CEI 60194:1988, Termes et définitions concernant les circuits imprimés

CEIl 60249-2 (toutes les spécifications), Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 2:
Spécifications

CEIl 60249-2-4:1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 2: Spécifications —
Spécification n° 4: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuivre, de qualité courante

CEIl 60249-2-5:1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 2: Spécifications —
Spécification n° 5: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuwre,~d'inflammabilité
définie (essai de combustion verticale)

CEl 60286-4:1997, Emballage de composants pour opgratiq xtomatisées — Partie 4:
Magasins chargeurs pour composants électroniques moulés de forye K &t

Supports matriciels

3 Définitions

3.1
adhésif
substance telle qué £olte ot ilisée pour coller les objets les uns aux autres. Pour le

montage en surfacé S d& est utilisé pour coller les CMS au substrat.

3.2

force de cg

force dynan ée sur les faces latérales du corps du composant et/ou des
terminaiso ant lors de son alignement mécanique dans un équipement de
placement. En il est tenu compte de la valeur maximale.

3.3

coplanarité

distance en hauteur entre le fil le plus bas et le fil le plus haut, lorsque le composant est sur
son plan de référence

3.4

retrait de mouillage

condition se produisant lorsque l'alliage fondu couvre une surface, puis se retire pour laisser
des monticules de formes irrégulieres d'alliage qui sont séparés par des zones couvertes par
un film mince d'alliage

3.5

dissolution de la métallisation

perte ou enlevement du métal ou du revétement en alliage métallique pendant I'exposition a
l'alliage en fusion
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